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Descriptores B.O.E.

Herramientas software de disefio de PCBs avanzados y circuitos hibridos. Placement y Routing.
Técnicas de apantallamiento. Integracion electromecanica de equipos. Andlisis térmico. Disefio
mecanico. Técnicas, procesos y equipos de fabricacién de prototipos y produccion en serie.
Encapsulados. EMC y EMI.

Temario

1. Introduccion General (2h).
2. Procesos tecnol 6gicos de fabricacion (8h).
* Circuitos impresos.
* Circuitos Hibridos.
* Circuitos MCM.
* Encapsulados.
* Procesos industriales de fabricacion ene serie.
* Procesos de fabricacion de prototipos
3. Técnicas de Disefio de PCBs (6h).
* Captura de esquemas.
o Creacion del esqguema.
0 Colocacion de componentes.
o Cableado.
o Verificacion del disefio (ERC.)
o Simulacion y Disefio con PLDs.
o Creacion de lalista de componentes.
* Editor de Layout.
0 Capas de sefiales y planos internos.
0 Reglas de disefio.
0 Creacion del disefio.
0 Geometrias.
0 Placement manual y automético.
0 Routing manual y automético.
* Verificacion.
0 Simulacion de integridad de sefial es.
o Analisis Térmico.
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o Integracion el ectromecanica.
0 Generacion de ficheros de fabricacion.
0 Simulacion del disefio final.
4. Técnicas de Disefio de MCMs (6h).

* Conceptos bésicos.

* Flujo de disefio.

* Entornos de disefio comerciales.

* Interfaces de entrada.

* Librerias funcionalesy fisicas.

* Particionado del disefio.

* Colocacion de dados.

* Ruteado de sefiales y alimentaciones.

* Verificacion.

* Modelos para verificacion de MCMs

* Andlisistérmico en MCMs

* Andlisis de integridad de sefialesen MCMs

* Andlisis de compatibilidad electromagnéticaen MCMs

* Conclusiones.

* Captura de esquemas.

* Editor de Layout.

5. Acceso afabricacion paraMCM (8h).

* Substratos.

* Dados.

* Encapsulados.

* Fabricantes.

* Ficheros de envio afabricacion.

* Conclusiones

Conocimientos Previos a Valorar

Al tratarse una asignatura de Segundo Ciclo los alumnos han tenido que cursar las asignaturas del
primer ciclo, con los siguientes contenidos. electronica bésica, circuitos analdgicos, circuitos
digitales, sistemas digitales (microprocesadores) y disefio de sistemas electrénicos basados en
microprocesador.

Es conveniente disponer de experiencia en el manegjo de herramientas de disefio el ectronico parala
realizacion de las practicas de curso.

Objetivos

Esta asignatura tiene por objeto formar al alumno en las técnicas modernas de disefio y fabricacion
de circuitos impreso, hibridos y MCMs, asi como otros aspectos relacionados con la ssimulacién,
andlisis y verificacion de sefiaes antes de proceder a la fabricacion industrial de las tarjetas y
sistemas disefiados. Se pondra también especial énfasis en otros temas como € tratamiento de
circuitos para trabgjar en atas frecuencias, la fabricacion de prototipos répidos o la integracion
el ectromecanica de sistemas complejos. La formacion tedrica se complementara con la realizacion
de disefios précticos de circuitos.

Metodologia de la Asignatura

Al tratarse de una asignatura que contiene una parte tedrica y otra practica, los medios a utilizar
son de diversa naturaleza. La parte tedrica se impartira utilizando medios estandar (pizarra,
transparencias y proyector). Por otro lado la parte practica se desarrolla en el laboratorio y hace
uso de herramientas CAD para disefio electronico y recursos WEB creados para la asignatura, asi
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como otra informacion relacionada disponible en Internet.

Evaluacion

Lacomposicion de lanotafinal es como sigue:

Trabajo de curso: 40%
Disefio de un PCB o hibrido: 30%
Disefio de un MCM: 30%

Descripcion de las Précticas

Programa de Préacticas:

1. Practica guiada sobre manejo de herramientas de disefio de PCB e Hibridos (1h).

2. Préctica guiada sobre manejo de herramientas del disefio de MCM (1h).

3. Disefio de un PCB o hibrido (7h).
4. Disefio de un MCM (6h).
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